Uwaga:

Niniejsze tlumaczenie zostalo wykonane na podstawie instrukcji uzycia Kuraray Noritake Dental (wjezyku

angielskim) oraz ttumaczenie zostato przygotowane i zrewidowane przez Kuraray Noritake Dental Inc.

STOMATOLOGICZNY SYSTEM WIAZACY

CLEARFIL Universal Bond Quick B %A
INSTRUKCJA UZYCIA

. WPROWADZENIE

W sktad zestawu ,CLEARFIL Universal Bond Quick” wchodzi BOND i K-ETCHANT
Syringe. BOND jest swiatloutwardzalnym materiatem wigzgacym, przeznaczonym do
przygotowania zebiny, szkliwa i materiatbw protetycznych. W zaleznosci od wskazan
BOND moze by¢ uzyty do samotrawienia lub w zestawieniu z K-ETCHANT Syringe do
selektywnego trawienia szkliwa, jak i w formule catkowitego wytrawiania zebiny i szkliwa.

BOND jest stosowany przy wykonywaniu uzupetnien metodg posrednig i bezposrednia.

+,CLEARFIL DC Activator” aktywuje mechanizm podwadjnego utwardzania produktu BOND.

Jednak dodanie produktu ,CLEARFIL DC Activator” do kleju nie jest wymagane
w przypadku stosowania razem z ,CLEARFIL DC CORE PLUS” lub ,PANAVIA SA
Cement Plus”. Produkt BOND jest dostepny w dwoch systemach dostarczania: Bottle
(butelka) oraz Unit Dose (zestaw jednostkowych minibutelek). K-ETCHANT Syringe jest
zelem wytrawiajagcym, ktéry sktada sie z 35% wodnego roztworu kwasu fosforowego
i krzemionki koloidalne;.

. WSKAZANIA

»,CLEARFIL Universal Bond Quick” jest zalecany do nastepujgcych zastosowan:

[11 Wykonywanie uzupetnien metodg bezposrednig przy uzyciu Swiattoutwardzalnej
zywicy kompozytowej

[2] Uszczelnianie ubytkéw jako przygotowanie ich do odbudowy metodg posrednig

[3] Leczenie odstonietych powierzchni korzeni zebowych

[4] Leczenie nadwrazliwych zebow

[5] Wewnatrzustne naprawy ztamanych uzupetnien protetycznych

[6] Cementowanie wktaddw i wykonywanie odbudowy zrebu

[7]1 Cementowanie uzupetnien wykonanych metodg posrednig

lll. PRZECIWWSKAZANIA A

Nie stosowa¢ u pacjentow z nadwrazliwodcia na monomery metakrylanu lub

nadwrazliwoscig na niniejszy produkt w wywiadzie

IV. MOZLIWE SKUTKI UBOCZNE A
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[1] Produkt BOND moze spowodowaé po kontakcie z btong sluzowg jamy ustnej jej biate
przebarwienia w wyniku koagulacji biatek. Jest to jednak objaw chwilowy, ktory zanika
po kilku dniach. Nalezy poinformowac¢ pacjentéw o unikaniu podrazniania tego
obszaru podczas szczotkowania zebow.

[2] K-ETCHANT Syringe, ze wzgledu na swoj sktad chemiczny, moze powodowac stan

zapalny lub erozje.

V. NIEZGODNOSC A

[11 Do ochrony miazgi lub tymczasowych wypetnien nie nalezy uzywac preparatéw
zawierajgcych eugenol, poniewaz opdzniajg one proces utwardzania.

[2] Nie nalezy stosowac¢ hemostatykow zawierajgcych zwigzki zelaza, poniewaz materiaty
te mogg ostabi¢ przyczepnos¢ i mogg powodowacé odbarwienie brzegu zeba lub
otaczajgcego dzigsta z powodu pozostatosci jonow zelaza.

[3] W przypadku uzywania hemostatykdw zawierajgcych chlorek glinu nalezy
zminimalizowac ilos¢. Zachowac ostroznosé¢, aby zapobiec kontaktowi z przylegajgca
powierzchnig. Nieprzestrzeganie tych zasad moze ostabi¢ site wigzania do struktury

zeba.

VI. SRODKI OSTROZNOSCI A

1. Instrukcje bezpieczenstwa

1. Ten produkt zawiera substancje moggce wywotywac reakcje alergiczne. Nalezy unikaé
stosowania produktu u pacjentow ze stwierdzonymi alergiami na monomery
metakrylanu lub jakiekolwiek inne sktadniki zawarte w tym produkcie.

2. W przypadku wystgpienia u pacjentéw objawdw reakcji alergicznej, takich jak wysypka,
wyprysk, cechy stanu zapalnego, owrzodzenie, obrzek, $wigd, dretwienie, nalezy
przerwac¢ stosowanie produktu, usung¢ produkt i zwrdcic sie o pomoc lekarska.

3. Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢, aby zapobiec kontaktowi produktu ze skérg lub dostaniu
sie do oczu pacjenta. Przed uzyciem produktu nalezy zakry¢ oczy pacjenta recznikiem,
aby zabezpieczy¢ je w przypadku rozprysku materiatu.

4. Jesli dojdzie do kontaktu produktu z tkankami ludzkimi, nalezy powzig¢ nastepujace
Srodki ostroznosci:
<Jesli produkt przedostanie sie do oka>

Natychmiast przemy¢ oko duzg iloscig wody i skonsultowac sie z lekarzem.
<Jesli dojdzie do kontaktu produktu ze skoérg lub btong $luzowg jamy ustnej>
Natychmiast przemy¢ miejsce wacikiem lub gazg zwilzong alkoholem, a nastepnie

zmy¢ obficie woda.



5. Nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie doszto do przypadkowego potkniecia produktu
przez pacjenta.

6. Podczas polimeryzacji produktu BOND nie patrze¢ bezposrednio na $wiatto emitowane
przez lampe polimeryzacyjna.

7. Unika¢ stosowania tej samej porcji produktu BOND odmierzonej do otworu ptytki
dozujgcej, zestawu Unit Dose lub na pedzelek aplikatora w przypadku réznych
pacjentéw, aby zapobiec skazeniom krzyzowym. Minibutelki Unit Dose ipedzelki
aplikatoréw sg przeznaczone tylko do jednorazowego uzytku i nalezy je utylizowaé po
uzyciu. Igta do aplikacji jest przeznaczona tylko do jednorazowego uzytku. Nie uzywac
ponownie, aby zapobiec skazeniom krzyzowym. Utylizowaé po uzyciu.

8. Nalezy nosi¢ rekawice lub zastosowac¢ inne odpowiednie $rodki ochronne, aby
zapobiec wystgpieniu nadwrazliwosci, ktéra moze wynika¢ z kontaktu z monomerami
metakrylanu lub jakimikolwiek innymi sktadnikami produktu.

9. Jesli instrumenty zwigzane z produktem sg uszkodzone, zachowaé ostroznosc
i zabezpieczyC¢ sie oraz natychmiast zaprzesta¢ ich uzywania.

10. Ten produkt nalezy usuwac jako odpad medyczny, aby zapobiecinfekcjom. Przed

usunieciem koncoéwke igty nalezy przykry¢ nasadkg, aby zapobiec zranieniom.

2. Srodki ostroznosci zalecane podczas stosowania i obstugi

[Standardowe $rodki ostroznosci]

1. Produkt nie moze by¢ uzyty do innych zastosowan niz opisane w punkcie [II.
WSKAZANIA].

2. Tylko dyplomowani stomatolodzy sg upowaznieni do uzywania tego produktu.

3. Uzy¢ preparatu zabezpieczajgcego miazge w ubytku w okolicy przymiazgowej lub

w razie przypadkowego odstoniecia miazgi.

[BOND]

1. BOND zawiera etanol, substancje fatwopalng. Nie uzywaé w poblizu otwartych zrédet
ognia.

2. Aby zapobiec nieprawidlowemu dziataniu i zapewni¢ skuteczne dziatanie preparatu
nalezy przestrzega¢ okredlonych czaséw polimeryzacji iinnych zasad dotyczgcych
postepowania.

3. Odpowiednio oczysci¢ ubytek, aby zapewni¢ wiasciwe wigzanie. Jesli powierzchnia
adhezyjna jest zanieczyszczona $ling lub krwig, nalezy jg doktadnie oczyScic i osuszy¢
przed zastosowaniem systemu wigzgcego.

4. Bottle: Uzy¢ ptytki ochronnej blokujgcej dostep sSwiatta, aby zapobiec narazeniu



materiatu na dziatanie Swiatta roboczego lub $wiatta otoczenia. Po dozowaniu lub

mieszaniu zastosowac sie do przedziatu czasowego podanego ponizej.

Materiat Czas pracy
BOND 7 minut
BOND + CLEARFIL DC Activator 90 sekund

Kiedy etanol wchodzgcy w sktad produktu BOND ulotni sie, zwieksza sie jego lepkos¢,
co utrudnia naktadanie.

Unit Dose: BOND nakiada¢ za pomoca pedzelka aplikatora bezposrednio po
oderwaniu nasadki pojemnika.

5. Podczas nanoszenia produktu BOND na powierzchnie adhezyjng ruchem wcierajgcym,
wysungc¢ oswietlenie punktowe zjamy ustnej lub wylgczy¢é lampe, aby zapobiec
narazeniu naniesionego produktu BOND na s$wiatto robocze. Ponadto po natozeniu
produktu BOND nalezy doktadnie osusza¢ fagodnym strumieniem powietrza do
momentu, az BOND zastygnie.

6. BOND zawiera etanol i wode. ,CLEARFIL DC Activator” zawiera etanol. Catkowicie
wysuszy¢ catg powierzchnie adhezyjng, dmuchajgc fagodnym strumieniem powietrza
przez ponad 5 sekund do momentu, az BOND lub mieszanina produktéw BOND
i ,CLEARFIL DC Activator” zastygnie. W przeciwnym razie efekt adhezji zostanie
ostabiony. Aby dostatecznie osuszy¢, wyregulowac cisnienie powietrza zgodnie
z ksztattem i rozmiarem ubytku oraz urzadzenia protetycznego. Uzy¢ ssaka, aby
zapobiec rozpryskiwaniu sie produktu BOND lub mieszaniny.

7. Jezeli obrabiana powierzchnia zostanie zanieczyszczona, nalezy jg przemy¢ woda,
osuszy¢ lub oczysci¢ alkoholem i ponownie zaaplikowa¢ BOND.

8. Bottle: Nie miesza¢ produktu BOND zinnymi systemami wigzgcymi, za wyjatkiem
,CLEARFIL DC Activator”.

Unit Dose: Nie mieszac produktu BOND z innymi systemami wigzgcymi. Nie uzywac
zestawu jednostkowego z ,CLEARFIL DC Activator” ze wzgledu na budowe pojemnika
zestawu.

9. Unit Dose: W procedurach cementowania lub odbudowy zrebu BOND nalezy
stosowac¢ wytgcznie w potgczeniu z produktem ,CLEARFIL DC CORE PLUS” lub
-,PANAVIA SA CEMENT Plus”.

10. Bottle: Mieszanine produktu BOND i ,CLEARFIL DC Activator” nalezy polimeryzowaé
Swiattem, w przeciwnym razie czas pracy bedzie wyraznie skrécony.

11. Bottle: Po uzyciu pojemnik nalezy natychmiast szczelnie zamkng¢ w celu zmniejszenia
odparowania lotnego rozpuszczalnika (etanolu bedgcego sktadnikiem produktu BOND).

Jesli ciecz nie wyptywa tatwo z koncéwki, nie nalezy wyciska¢ produktu BOND



z zatkanego pojemnika przy uzyciu sity.
12. Bottle: Jesli BOND nie byt uzywany przez dtuzszy okres czasu, moze utraci¢ swojg
ptynnos¢. Przed uzyciem wstrzgsngé pojemnikiem.

[K-ETCHANT Syringe]

1. Nalezy uwazaé, aby nie zanieczysci¢ $ling lub krwig. Jesli trawiona powierzchnia
zostata zanieczyszczona, nalezy powtdrzy¢ czynnosé.

2. Uwaza¢, aby nie doszto do skazenia krzyzowego. Przed uzyciem i po uzyciu
zdezynfekowac strzykawke, wycierajgc jg watg nasgczong alkoholem. Zakry¢ catg
strzykawke jednorazowym plastikowym pojemnikiem ochronnym, aby zapobiec
zanieczyszczeniu sling i krwig.

3. Jesli produkt przedostanie sie na odziez, nalezy sptuka¢ go woda.

4. Po kazdym uzyciu nalezy zdjg¢ igle do aplikacji ze strzykawki, a strzykawke
natychmiast szczelnie zamkngé zatyczka.

5. Trawienie zywej zebiny moze wywotywaé nadwrazliwo$¢ pozabiegowa.

[Stomatologiczna lampa polimeryzacyjna]

1. Niewielka moc swiatta jest przyczyng stabego wigzania. Nalezy sprawdzi¢ lampe pod
katem okresu przydatnosci do uzycia i koncéwke lampy polimeryzacyjnej pod katem
zanieczyszczen. Zaleca sie regularne sprawdzanie mocy lampy przy uzyciu
specjalnego urzgdzenia pomiarowego w odpowiednich odstepach czasu.

2. Koncowka emitujgca $wiatto powinna znajdowac sie jak najblizej i mozliwie najbardziej
pionowo w stosunku do powierzchni zywicy. Jezeli musi dojs¢ do polimeryzacji wigksze;j
powierzchni zywicy, zaleca sie jej podziat na mniejsze odcinki i oddzielne naswietlanie

kazdego odcinka.

3. Srodki ostroznosci podczas przechowywania

1. Produkt nalezy zuzy¢ przed uptywem terminu waznosci podanego na opakowaniu.

2. Produkt BOND nalezy przechowywa¢ w lodéwce w temperaturze od 2 do 8 °C (36—
46 °F), przed uzyciem nalezy ogrza¢ go stopniowo do temperatury pokojowej w ciggu
co najmniej 15 minut. W szczegdlnosci butelka (Bottle) musi pozosta¢ w pozycji
stojgcej, az do osiggniecia temperatury pokojowej po jej wyjeciu zlodowki.
W przeciwnym razie z butelki moze zosta¢ odmierzona nadmierna ilo$¢ ptynu lub ptyn
moze z niej wyciekac po uzyciu.

3. Produkt K-ETCHANT Syringe nalezy przechowywaé w lodéwce w temperaturze od 2
do 25 °C (36-77 °F).



4. Nalezy go przechowywa¢ zdala od Zrédet duzego ciepta, bezposredniego
nastonecznienia oraz otwartego ognia.
5. Produkt musi by¢ przechowywany w odpowiednim miejscu, do ktérego dostep majg

tylko lekarze stomatolodzy.

VIl. SKLADNIKI
Sktadniki i ilosci sg wymienione na zewnetrznej stronie opakowania.
<Gtéwne skiadniki>
1) BOND
+ 10-metakryloiloksydecyl diwodorofosforan
« Bisfenol A diglicydylmetakrylan
 2-hydroksyetylometakrylan
* Hydrofilowe monomery amidowe
* Koloidalny tlenek krzemu
« Silanowy $rodek sprzegajacy
* Fluorek sodu
+ dl-Kamforochinon
« Etanol
* Woda
2) K-ETCHANT Syringe
» Kwas fosforowy
* Woda
+ Koloidalny tlenek krzemu
» Barwnik
3) Akcesoria
* Applicator brush (fine <silver>) (Pedzelek aplikatora (cienki <srebrny>))
* Dispensing dish (Plytka dozujaca)
« Light-blocking plate (Ptytka blokujgca dostep $wiatta)
* Needle tip (E) (Igta do aplikacji (E))

VIIl. POSTEPOWANIE KLINICZNE
A. Procedura standardowa |

[1] Wykonywanie uzupetnien metoda bezposrednia przy uzyciu swiatloutwardzalnej
zywicy kompozytowej
[2] Uszczelnianie ubytkéw jako przygotowanie ich do odbudowy metoda posrednia

[3] Leczenie odstonietych powierzchni korzeni zebowych



[4] Leczenie nadwrazliwych zebow

A-1. Izolacja i utrzymanie suchosci
W celu osiggniecia optymalnego efektu nalezy unika¢ zabrudzenia obrabianej
powierzchni przez krew i$line. Zaleca sie stosowanie koferdamu, aby zapewnic

czystos¢ i suchos¢ zeba.

A-2. Opracowanie ubytku lub powierzchni korzenia
Nalezy doktadnie usungé zebine prochnicowg iopracowaé ubytek normalnym
sposobem. Podczas leczenia nadwrazliwych zebdéw nalezy rutynowo oczysci¢
powierzchnie korzenia. Doktadnie oczy$ci¢, spryskujgc wodg i osuszajgc powietrzem

lub bawetnianymi wacikami.

A-3. Ochrona miazgi
Odstonietg miazge imiejsca w okolicy przymiazgowej mozna pokry¢é trudno
utwardzajgcym materiatem na bazie wodorotlenku wapnia. Natozenie cementu
podktadowego lub wysScielacza nie jest konieczne. Do zabezpieczenia miazgi nie

nalezy uzywac preparatéw zawierajgcych eugenol.

A-4. Przygotowanie zebow
Przed aplikacjg produktu BOND nalezy wybra¢ jedng z trzech metod trawienia.
[UWAGA]
W przypadku leczenia nadwrazliwych zebéw przed aplikacjg produktu BOND nalezy
wybrac¢ procedure opisang w punkcie A-4a.
A-4a. Samotrawienie
Nalezy przejs¢ do punktu A-5 bez wytrawiania produktem K-ETCHANT Syringe.
A-4b. Selektywne trawienie szkliwa
Na powierzchnie oszlifowanego i/lub nieoszlifowanego szkliwa zaaplikowac
K-ETCHANT Syringe. Pozostawi¢ na 10 sekund, nastepnie sptukac i osuszyc¢.
A-4c. Wytrawianie catkowite
Na powierzchnie catego ubytku (szkliwo i zebine) zaaplikowa¢ K-ETCHANT Syringe,
pozostawi¢ przez 10 sekund, nastepnie sptukac i osuszyc.

A-5. Aplikacja produktu BOND
1. Bottle: Bezposrednio przed uzyciem nalezy nanies¢ niezbedng ilos¢ produktu BOND
do otworu ptytki dozujgcej.



[OSTRZEZENIE]
Uzyc¢ ptytki ochronnej blokujgcej dostep Swiatta, aby zapobiec narazeniu materiatu
na dziatanie swiatta roboczego lub Swiatta otoczenia. Zaaplikowa¢ w przeciggu 7
minut po wydzieleniu.

Unit Dose: Oderwa¢ nasadke pojemnika.

[OSTRZEZENIE]
Po oderwaniu nasadki pojemnika nie przechyla¢ go, aby unikngé¢ rozlania produktu
BOND.

2. Nanies¢ BOND pedzelkiem aplikatora na catg sciane ubytku, wykonujac krétki ruch

wcierajgcy. Nie ma potrzeby odczekania.

[UWAGA]
Nalezy zachowaé ostroznosé¢, aby nie dopusci¢ do kontaktu $liny lub wydzieliny
z leczonymi powierzchniami.

3. Catg powierzchnie ubytku doktadnie osuszaé¢ fagodnym strumieniem powietrza przez
ponad 5 sekund do momentu, az BOND zastygnie. Uzy¢ ssaka, aby zapobiec
rozpryskiwaniu sie produktu BOND.

4. Utwardza¢ BOND lampa polimeryzacyjng. (Patrz tabela ,Lampa polimeryzacyjna i

czas utwardzania”.)

Tabela: Lampa polimeryzacyjna i czas utwardzania

Typ Zrédto $wiatta Moc Swiatta Czas polimeryzacji
Halogen | Lampa Powyzej 400 mW/cm? 10 sekund
halogenowa
LED NIEBIESKA 800—1400 mW/cm? 10 sekund
DIODA LED* Powyzej 1500 mW/cm? 5 sekund

Efektywny zakres dtugosci fal kazdej lampy polimeryzacyjnej musi wynosi¢ 400-515 nm.
*Wartos¢ szczytowa widma emisji: 450—480 nm

A-6. Wypetnianie ubytku zywica kompozytowa lub leczenie nadwrazliwych zebéw
A-6a. Wykonywanie uzupeinien metodg bezposrednia przy uzyciu
swiatloutwardzalnej zywicy kompozytowej
Ubytek uzupetni¢ zywicg kompozytowg (np. CLEARFIL MAJESTY ES-2, CLEARFIL
MAJESTY ES Flow), polimeryzowa¢, wykonczyc¢ i polerowa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.
A-6b. Uszczelnienie ubytku i leczenie odstonietych powierzchni korzeni
zebowych
Nanies¢ cienkg warstwe zywicy kompozytowej (np. CLEARFIL MAJESTY ES Flow)
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na zab, polimeryzowac, wykonczyc¢ i polerowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Usung¢ niespolimeryzowane resztki zywicy wacikiem lub nasgczong alkoholem
gaza.

A-6¢c. Leczenie nadwrazliwych zebow
Usung¢ niespolimeryzowane resztki produktu BOND wacikiem lub nasgczong
alkoholem gaza.

B. Procedura standardowa li

[5] Wewnatrzustne naprawy ztamanych uzupetnien protetycznych

B-1. Przygotowanie powierzchni adhezyjnych
Nalezy oczysci¢ i uksztattowaé powierzchnie adhezyjne przy uzyciu rotacyjnych
instrumentéw diamentowych lub piaskujgc z uzyciem tlenku glinu o srednicy 30-50 ym
i pod cisnieniem 0,1-0,4 MPa (14-58 PSl/1—4 kgfilcm?). Cisnienie powietrza nalezy
odpowiednio dostosowa¢ do materiatu i/lub ksztattu uzupetnienia protetycznego,

zachowujgc ostroznos¢, aby zapobiec jego odpryskiwaniu. Na brzegach zastosowaé
zukosnienie.

B-2. Obrébka powierzchni adhezyjnej przy uzyciu K-ETCHANT Syringe
Nanies¢ K-ETCHANT Syringe na powierzchnie adhezyjng (wraz ze strukturg zeba).
Pozostawi¢ na 5 sekund, nastepnie sptukac i osuszyc.

B-3. Aplikacja produktu BOND

Nanies¢ BOND na catg powierzchnie adhezyjna, wykonujac krotki ruch wecierajacy.

Patrz punkt A-5.

[UWAGA]
Aby poprawi¢ skutecznos¢ wigzania, PRZED zastosowaniem produktu BOND na
powierzchnie ceramiki krzemionkowej (np. zwykta porcelana, dwukrzemian litu)
natozy¢ silanowy s$rodek sprzegajgcy (np. CLEARFIL CERAMIC PRIMER PLUS)
zgodnie z zaleceniami producenta. Na powierzchnie zawierajgce metale szlachetne

natozy¢ primer do metalu (np. ALLOY PRIMER) zgodnie z instrukcjami producenta.

B-4. Wypetnianie ubytku zywicg kompozytowa
Ubytek uzupetlni¢ zywicg kompozytowg (np. CLEARFIL MAJESTY ES-2),
polimeryzowac, wykonczy¢ i polerowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
[UWAGA]



Przed naniesieniem zywicy kompozytowej powierzchnie metalu nalezy zamaskowac
zywicg opakerowg (np. CLEARFIL ST OPAQUER).

C. Procedura standardowa lli

[6] Cementowanie wkiadow i wykonywanie odbudowy zrebu
W przypadku stosowania ,CLEARFIL DC CORE PLUS” nie jest konieczne uzycie
,CLEARFIL DC Activator”.

C-1. Izolacja i utrzymanie suchosci
W celu osiggniecia optymalnego efektu nalezy unika¢ zabrudzenia obrabianej
powierzchni przez krew i$line. Zaleca sie stosowanie koferdamu, aby zapewnic

czystos¢ i suchos¢ zeba.

C-2. Opracowanie kanatu korzeniowego
Kanat korzeniowy nalezy opracowac¢ w normalny sposob.

C-3. Opracowanie przestrzeni pod wktad korzeniowy
W zaleznosci od stosowanego wkiadu nalezy postepowaé zgodnie z procedurg
opisang w punkcie C-3a lub C-3b. Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami uzycia
danego materialu do uzupetnien. W przypadku braku szczegdtowych instrukcji
zalecamy nastepujgce postepowanie:
C-3a. Wkiady wykonane z widkna szklanego
Nanies¢ K-ETCHANT Syringe na powierzchnie. Pozostawi¢ na 5 sekund, nastepnie
sptukac i osuszy¢.
[OSTRZEZENIE]
- Wkiadow wykonanych z widkna szklanego nie piaskowac, poniewaz moze dojs¢
do uszkodzenia wkiadu.
- Unika¢ wszelkiego zanieczyszczenia powierzchni poddawanych obrobce od
procedury przygotowania az do ostatecznej odbudowy zrebu.
C-3b. Wkitady wykonane z metali
Nalezy oczysci¢ i uksztattowaé powierzchnie adhezyjne, piaskujac je tlenkiem glinu
o érednicy 30-50 pm ipod cisnieniem 0,2-0,4 MPa (29-58 PSI/2—4 kgf/cm?).
Cisnienie powietrza powinno by¢ odpowiednio dobrane w zaleznosci od obrabianego
materiatu. Po piaskowaniu uzupetnienie protetyczne czysci¢ za pomocg myjki

ultradzwiekowej przez 2 minuty, a nastepnie osuszy¢ je strumieniem powietrza.
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C-4. Przygotowanie powierzchni wkiadu

Wybdr procedury zalezy od uzytego materiatu.

C-4a. W przypadku uzywania ,,CLEARFIL DC CORE PLUS”

1. Bezposrednio przed uzyciem nanies¢ niezbedng ilos¢ produktu BOND do otworu
ptytki dozujace;.

2. Nanies¢ BOND na catg powierzchnie wkfadu za pomocg pedzelka aplikatora.

3. Wystarczajgco wysuszy¢ catg powierzchnie adhezyjng, dmuchajgc tagodnym
strumieniem powietrza przez ponad 5 sekund do momentu, az BOND zastygnie.
Uzy¢ ssaka, aby zapobiec rozpryskiwaniu sie produktu BOND.

[UWAGA]
Aby gruntownie osuszy¢, wyregulowac cisnienie powietrza zgodnie z ksztattem
i rozmiarem powierzchni adhezyjne;.

C-4b. W przypadku uzywania innych materiatbw kompozytowych podwdéjnie
utwardzalnych/samoutwardzalnych do odbudowy zrebu lub cementéw
kompozytowych podwdéjnie utwardzalnych/samoutwardzalnych

1. Bottle: Poda¢ po jednej kropli produktu BOND i ,CLEARFIL DC Activator” do
otworu ptytki dozujgcej i wymieszaé przy uzyciu pedzelka aplikatora.
[OSTRZEZENIE]

UzyC ptytki ochronnej blokujgcej dostep $wiatta, aby zapobiec narazeniu
materiatu na dziatanie swiatta roboczego lub $wiatta otoczenia. Zaaplikowac
w przeciggu 90 sekund po wymieszaniu.

Unit Dose: W tym przypadku nie ma zastosowania.

2. Mieszanine nanies¢ na powierzchnie wkfadu.

3. Catg powierzchnie adhezyjng doktadnie osuszy¢ tagodnym strumieniem powietrza
przez ponad 5 sekund do momentu, az mieszanina zastygnie. Uzy¢ ssaka, aby
zapobiec rozpryskiwaniu sie mieszaniny.

[UWAGA]
Aby gruntownie osuszy¢, wyregulowac cisnienie powietrza zgodnie z ksztattem
i rozmiarem powierzchni adhezyjne;.

4. Zaaplikowang mieszanine nalezy utwardzaé lampg polimeryzacyjng (patrz tabela

,Lampa polimeryzacyjna i czas utwardzania”).
[OSTRZEZENIE]
Czas pracy bedzie wyraznie skrocony, jesli mieszanina zaaplikowana na

wktadzie nie bedzie polimeryzowana.

C-5. Przygotowanie zebow
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W razie koniecznosci zastosowaé K-ETCHANT Syringe. Patrz punkt A-4.
C-6. Wigzanie

Wybdr procedury zalezy od uzytego materiatu.

C-6a. W przypadku uzywania ,,CLEARFIL DC CORE PLUS”

1. Bezposrednio przed uzyciem nanies¢ niezbedng ilos¢ produktu BOND do
otworu ptytki dozujgce;j.

2. Pedzelkiem aplikatora nanies¢ BOND na catg sciane ubytku, wykonujgc krétki
ruch wcierajgcy. Nie ma potrzeby odczekania.

[UWAGA]
Nalezy zachowaC ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do kontaktu $liny lub
wydzieliny z leczonymi powierzchniami.

3. Catkowicie wysuszy¢ catg powierzchnie adhezyjng, dmuchajgc tagodnym
strumieniem powietrza przez ponad 5 sekund do momentu, az BOND zastygnie.
Uzy¢é ssaka, aby zapobiec rozpryskiwaniu sie produktu BOND. Nadmiar
produktu BOND usung¢ ¢wiekiem papierowym. Po usunieciu nadmiaru produktu
BOND razie koniecznosci ponownie osuszy¢ powierzchnie adhezyjna.

[UWAGA]
Aby gruntownie osuszy¢, wyregulowaé cisnienie powietrza zgodnie
z ksztattem i rozmiarem powierzchni adhezyjnej.

4. Naswietla¢ BOND lampg polimeryzacyjng (patrz tabela ,Lampa polimeryzacyjna
i czas utwardzania”).

C-6b. W przypadku uzywania materiatow kompozytowych podwdjnie
utwardzalnych/samoutwardzalnych do odbudowy zrebu lub cementéow
kompozytowych podwdéjnie utwardzalnych/samoutwardzalnych

1. Poda¢ po jednej kropli produktu BOND i ,CLEARFIL DC Activator” do otworu
ptytki dozujgcej i wymieszac przy uzyciu pedzelka aplikatora.

[OSTRZEZENIE]
Uzy¢ plytki ochronnej blokujgcej dostep Swiatta, aby zapobiec narazeniu
materiatu na dziatanie Swiatta roboczego lub Swiatta otoczenia. Zaaplikowac
w przeciggu 90 sekund po wymieszaniu.

2. Pedzelkiem aplikatora nanies¢ mieszanine na catg sciane ubytku, wykonujgc

krotki ruch wcierajgcy. Nie ma potrzeby odczekania.

[UWAGA]
Nalezy zachowaC ostroznos¢, aby nie dopusci¢ do kontaktu $liny lub
wydzieliny z leczonymi powierzchniami.

3. Catg powierzchnie adhezyjng dokfadnie osuszy¢ tagodnym strumieniem
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powietrza przez ponad 5 sekund do momentu, az mieszanina zastygnie. Uzy¢
ssaka, aby zapobiec rozpryskiwaniu sie mieszaniny. Nadmiar mieszaniny
usung¢ CEwiekiem papierowym. Po usunieciu nadmiaru mieszaniny w razie
koniecznosci ponownie osuszy¢ powierzchnie adhezyjna.
[UWAGA]
Aby gruntownie osuszy¢, wyregulowaé cisnienie powietrza zgodnie
z ksztattem i rozmiarem powierzchni adhezyjnej.
4. Zaaplikowang mieszanine nalezy utwardza¢ lampg polimeryzacyjng (patrz
tabela ,Lampa polimeryzacyjna i czas utwardzania”).
[OSTRZEZENIE]
Czas pracy bedzie wyraznie skrécony, jesli mieszanina w kanale korzeniowym

nie bedzie polimeryzowana.

C-7. Umocowanie wkiadu korzeniowego i odbudowa zrebu
Umocowanie wktadu korzeniowego w kanale i odbudowe zrebu nalezy wykonaé
wykorzystujgc ,CLEARFIL DC CORE PLUS” Ilub inne materialty zgodnie

z zaleceniami producenta.

D. Procedura standardowa IV

[7]1 Cementowanie uzupetnien wykonanych metodga posrednia
W przypadku stosowania ,PANAVIA SA Cement Plus” nie ma koniecznosci uzycia
,CLEARFIL DC Activator”.

D-1. Kondycjonowanie powierzchni ubytku i zrebu (zab, metal, kompozyt)
1. Usung¢ tymczasowy materiat uszczelniajgcy i cement tymczasowy w normalny
sposob oraz oczyscié¢ ubytek, izolujgc dostep wilgoci.
2. Przymierzy¢ uzupetnienie protetyczne, aby sprawdzi¢ dopasowanie do ubytku lub
zrebu (zab, metal, kompozyt). W przypadku uzycia pasty prébnej w celu dobrania

koloru postepowac zgodnie z zaleceniami producenta.

D-2. Przygotowanie powierzchni uzupetnien protetycznych
W zaleznosci od materiatu, z jakiego jest wykonane uzupetnienie, postepowac zgodnie
z procedurg opisang w punkcie D-2a Ilub D-2b. Nalezy postepowac¢ zgodnie
zinstrukcjami uzycia danego materialtu do uzupetnien. W przypadku braku
szczegotowych instrukciji zalecamy nastepujgce postepowanie:

D-2a. W przypadku krzemionkowej ceramiki szklanej (np. ceramika
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konwencjonalna lub dwukrzemian litu)
Powierzchnie ceramiki szklanej nalezy wytrawi¢ kwasem fluorowodorowym zgodnie
z instrukcjg producenta, a nastepnie doktadnie sptukacé i osuszyé.

D-2b. W przypadku tlenkéw metali (np. tlenek cyrkonu), metali lub kompozytéw
Nalezy oczy$cic¢ i uksztattowaé powierzchnie adhezyjne, piaskujac je przy uzyciu
tlenku glinu o $rednicy 30-50 ym ipod cisnieniem 0,2-0,4 MPa (29-58 PSl/2—
4 kgf/cm?). Cisnienie powietrza nalezy odpowiednio dostosowaé do materiatu i/lub
ksztaltu uzupetnienia protetycznego, zachowujgc ostrozno$é¢, aby zapobiec jego
odpryskiwaniu. Po piaskowaniu uzupetnienie protetyczne czysci¢ za pomocg myjki

ultradzwiekowej przez 2 minuty, a nastepnie wysuszyc je strumieniem powietrza.

D-3. Przygotowanie uzupetnien protetycznych
Wybdr procedury zalezy od uzytego materiatu.
D-3a. W przypadku uzycia ,,PANAVIA SA Cement Plus”

1. Bezposrednio przed uzyciem nalezy nanies¢ niezbedng ilos¢ produktu BOND do
otworu ptytki dozujgce;j.

2. Pedzelkiem aplikatora nanies¢ BOND na catg powierzchnie adhezyjna.

3. Calkowicie wysuszy¢ catg powierzchnie adhezyjng, dmuchajgc tagodnym
strumieniem powietrza przez ponad 5 sekund do momentu, az BOND zastygnie.
Uzy¢ ssaka, aby zapobiec rozpryskiwaniu sie produktu BOND.

[UWAGA]

- Aby gruntownie osuszy¢, wyregulowac ci$nienie powietrza zgodnie z ksztattem
i rozmiarem powierzchni adhezyjne;.

- Aby poprawi¢ skutecznos$¢ wigzania, zamiast produktu BOND na powierzchnie
krzemionkowej ceramiki szklanej (np. zwykta porcelana, dwukrzemian litu)
natozy¢ silanowy s$rodek sprzegajacy (np. CLEARFIL CERAMIC PRIMER
PLUS) zgodnie z zaleceniami producenta.

- Produktu BOND nie trzeba stosowa¢ w przypadku tlenkéw metali i metali,
poniewaz ,PANAVIA SA Cement Plus” wigze si¢ silnie z tymi powierzchniami.

D-3b. W przypadku uzycia cementéw kompozytowych podwdjnie utwardzalnych
lub samoutwardzalnych

1. Bottle: Poda¢ po jednej kropli produktu BOND i ,CLEARFIL DC Activator” do
otworu ptytki dozujgcej i wymieszaé pedzelkiem aplikatora.

[OSTRZEZENIE]
UzyC ptytki ochronnej blokujgcej dostep $wiatta, aby zapobiec narazeniu

materiatu na dziatanie swiatta roboczego lub $wiatta otoczenia. Zaaplikowac

14



w przeciggu 90 sekund po wymieszaniu.

Unit Dose: W tym przypadku nie ma zastosowania.

2. Mieszanine nanies¢ na powierzchnie adhezyjna.

3. Catlg powierzchnie adhezyjng doktadnie osuszy¢ tagodnym strumieniem powietrza
przez ponad 5 sekund do momentu, az mieszanina zastygnie. Uzy¢ ssaka, aby
zapobiec rozpryskiwaniu sie mieszaniny.

[UWAGA]

- Aby gruntownie osuszy¢, wyregulowac cisnienie powietrza zgodnie z ksztattem
i rozmiarem powierzchni adhezyjne;.

- Aby poprawi¢ skuteczno$¢ wigzania, zamiast mieszaniny na powierzchnie
krzemionkowej ceramiki szklanej (np. zwykta porcelana, dwukrzemian litu)
natozy¢ silanowy s$rodek sprzegajacy (np. CLEARFIL CERAMIC PRIMER
PLUS) zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Zaaplikowang mieszanine nalezy utwardza¢ lampg polimeryzacyjng (patrz tabela
,Lampa polimeryzacyjna i czas utwardzania”).

[OSTRZEZENIE]
Czas pracy bedzie wyraznie skrocony, jesli mieszanina zaaplikowana na

powierzchni adhezyjnej nie bedzie polimeryzowana.

D-4. Przygotowanie zebow
W razie koniecznosci zastosowaé K-ETCHANT Syringe. Patrz punkt A-4.

D-5. Wigzanie
Wybdr procedury zalezy od uzytego materiatu.
D-5a. W przypadku uzycia ,,PANAVIA SA Cement Plus”

1. Bezposrednio przed uzyciem nalezy nanies¢ niezbedng ilos¢ produktu BOND do
otworu ptytki dozujgce;j.

2. Pedzelkiem aplikatora nanies¢ BOND na catg $ciane ubytku, wykonujgc krétki ruch
wcierajagcy. Nie ma potrzeby odczekania.

[UWAGA]
Nalezy zachowac¢ ostroznosé, aby nie dopusci¢ do kontaktu $liny lub wydzieliny
Z leczonymi powierzchniami.

3. Catkowicie wysuszy¢ catg powierzchnie adhezyjng, dmuchajgc tagodnym
strumieniem powietrza przez ponad 5 sekund do momentu, az BOND zastygnie.
Uzy¢ ssaka, aby zapobiec rozpryskiwaniu sie produktu BOND.

[UWAGA]
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Aby gruntownie osuszy¢, wyregulowac cisnienie powietrza zgodnie z ksztattem
i rozmiarem powierzchni adhezyjne;.

D-5b. W przypadku uzycia cementéw kompozytowych podwdjnie utwardzalnych
lub samoutwardzalnych

1. Podac¢ po jednej kropli produktu BOND i ,CLEARFIL DC Activator” do otworu ptytki
dozujacej i wymieszac pedzelkiem aplikatora.

[OSTRZEZENIE]
UzyC ptytki ochronnej blokujgcej dostep $wiatta, aby zapobiec narazeniu
materiatu na dziatanie swiatta roboczego lub $wiatta otoczenia. Zaaplikowac
w przeciggu 90 sekund po wymieszaniu.

2. Pedzelkiem aplikatora nanies¢ mieszanine na catg $ciane ubytku, wykonujgc krétki

ruch wcierajgcy. Nie ma potrzeby odczekania.

[UWAGA]
Nalezy zachowac ostroznosé, aby nie dopusci¢ do kontaktu $liny lub wydzieliny
Z leczonymi powierzchniami.

3. Catg powierzchnie adhezyjng doktadnie osuszy¢ tagodnym strumieniem powietrza
przez ponad 5 sekund do momentu, az mieszanina zastygnie. Uzy¢ ssaka, aby
zapobiec rozpryskiwaniu sie produktu BOND.

[UWAGA]
Aby gruntownie osuszy¢, wyregulowac cisnienie powietrza zgodnie z ksztattem
i rozmiarem powierzchni adhezyjne;j.

4. Zaaplikowang mieszanine nalezy utwardza¢ lampg polimeryzacyjng (patrz tabela

,Lampa polimeryzacyjna i czas utwardzania”).
[OSTRZEZENIE]
Czas pracy bedzie wyraznie skrocony, jesli mieszanina zaaplikowana na

powierzchni adhezyjnej nie bedzie polimeryzowana.

D-6. Cementowanie
Uzupetnienia protetyczne cementowac¢ przy uzyciu ,PANAVIA SA Cement Plus” lub
innego cementu kompozytowego zgodnie z instrukcjami producenta.
[UWAGA]
W przypadku zastosowania techniki czastkowej polimeryzacji (lub utwardzania
punktowego) czas wigzania nadmiaréw cementu bedzie krétszy. BOND lub
mieszanina produktu BOND i,CLEARFIL DC Activator’ moze przyspieszy¢

polimeryzacje cementu.

16



[GWARANCJA]
Firma Kuraray Noritake Dental Inc. dokona wymiany kazdego produktu, ktéry okazat sie
by¢ wadliwy. Firma Kuraray Noritake Dental Inc. nie ponosi odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek straty lub szkody bezposrednie, wynikowe lub szczegdlne, wynikajgce
z aplikacji, stosowania lub nieumiejetnosci korzystania z tych produktéw. Przed uzyciem
uzytkownik powinien ustali¢, czy produkty nadajg sie do danego celu. Uzytkownik ponosi

ryzyko i odpowiedzialnos¢, ktore jest zwigzane z uzytkowaniem.

[UWAGA]
Powazne wypadki, ktére mozna powigzaé z tym produktem, nalezy zgtaszaé
wymienionemu nizej autoryzowanemu przedstawicielowi producenta oraz odpowiednim

organom regulacyjnym kraju, ktérego rezydentem jest uzytkownik i/lub pacjent.

[UWAGA]
,CLEARFIL", ,CLEARFIL MAJESTY”, ,CLEARFIL ST, ,CLEARFIL DC CORE PLUS”
i ,PANAVIA” sg znakami towarowymi firmy KURARAY CO., LTD.

Kuraray Noritake Dental Inc.
1621 Sakazu, Kurashiki, Okayama 710-0801, Japan

Kuraray Europe GmbH (importer)
Philipp-Reis-Str. 4,
65795 Hattersheim am Main, Germany
Phone:+49 (0)69 305 35835 Fax:+49 (0)69 305 98 35835
URL:https://www.kuraraynoritake.eu
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